
EETTFFEE  FFIILLMM  半半導導體體離離型型專專用用 
 

ETFE 薄膜具有優良的耐熱性、光線透過性、電器絕缘性、非粘著性，能適用

於半導體封裝過程。 
 

   ETFE 薄膜特徵： 

⚫ 耐熱性――可在 150℃~180℃下使用。 

⚫ 化學性――耐受外界各種苛刻條件。 

⚫ 非粘著性――離型後，產品表面光潔無污染。 

 

   適應： 

⚫  半導體封裝解決方案 
      

 

 

 

 

 

      

    特性： 

比重 融點 透光率 拉伸強度 斷裂伸長率 

1.75 260℃ 95% 39.5MPa以上 200%~500% 
 
       

     標準規格： 

厚度 寬度 長度 表面狀態 

25μ 1360mm 1000m/捲 高透膜、磨砂膜可選，
長度、寬度可根據客戶
指定供應。 50μ 1400mm 500m/捲 

 
 


